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特長 
► チャンネルあたりのプログラマブル出力電流範囲： 

300mA、200mA、100mA、50mA、25mA、12.5mA、
6.25mA、3.125mA 

► 2.1V～VCCの柔軟な出力電源電圧 
► 柔軟な単電源または両電源動作 
► 0.6Vの最大ドロップアウト電圧を確保 
► 出力チャンネルごとに個別の電源 
► オプションの負電源に切り替えるスイッチを内蔵 
► 全範囲でフル 12 ビット、および 16 ビットの分解能 
► −40ºC～125ºC での動作を確保（H グレード） 
► 高精度の内部リファレンス（VREF温度係数は最大

10ppm/ºC）または外部リファレンス 
► アナログ・マルチプレクサによる電圧と電流のモニタリング 
► SPIまたは専用ピンを介した A/Bトグル 
► 1.71V～VCCのデジタル I/O 電源 
► 32 ピン・リード・フレーム・チップ・スケール・パッケージ

［LFCSP］（外形寸法のセクション参照） 

アプリケーション 
► チューナブル・レーザ 
► 半導体光アンプのバイアス供給 
► 抵抗加熱器 
► 電流モードのバイアス供給 

概要 
LTC2672 は、5 チャンネル、12／16 ビットの電流源 D/A コンバ

ータ（DAC）ファミリで、5 つの高コンプライアンス電流源出

力を備え、200mAで 0.6Vのドロップアウトを確保しています。

チャンネルごとにプログラマブルな 8 種類の電流範囲があり、

フルスケール出力は最大 300mA です。チャンネルは並列接続が

可能で、大電流の極めて細かい調整、または最大 1.5A の組合わ

せ出力が可能です。各出力チャンネルには、専用の電源ピンが

あります。各チャンネルは 2.1V～VCC で動作でき、内蔵スイッ

チを使用すれば出力をオプションの負電源に接続できます。

LTC2672 は、高精度の 1.25V 内部リファレンス（最大 10ppm/ºC）
を内蔵していますが、外部リファレンスを使用するオプション

もあります。シリアル・ペリフェラル・インターフェース（SPI）
互換の 3線式シリアル・インターフェースは、1.71Vの低電圧の

ロジック・レベルと 50MHz の高クロック・レートで動作します。 
このデータシートでは、CS/LD などの多機能ピンについて、ピ

ン名全体を表記する場合と、ピンが持つ機能の 1 つを表記する

場合があることに注意してください。 

機能ブロック図 
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仕様 

特に指定のない限り、すべての仕様は、動作時 TJ範囲全体に適用されます。特に指定のない限り、代表値は、TJ = 25ºC、VCC = IOVCC = 5V、

V− = −3.3V、VDDx = 5V、FSADJ = VCC、VREF = 1.25V（外部）での値です。 

表 1.  
パラメータ 記号 テスト条件／コメント Min Typ Max 単位 

DC PERFORMANCE, LTC2672-16       
Resolution   16   Bits 
Monotonicity  全レンジ 1 16   Bits 
Differential Nonlinearity DNL 全レンジ 1 −1 +0.45 +1 LSB 
Integral Nonlinearity INL 全レンジ 1 −64 +12 +64 LSB 
Current Offset Error IOS 全電流レンジ 1 −0.4 +0.1 +0.4 %FSR 
IOS Temperature Coefficient  全電流レンジ  10  ppm/°C 
Gain Error GE2 300mA および 200mAの出力電流レンジ −0.9 +0.3 +0.9 %FSR 
  100mA、50mA、25mAの出力電流レン

ジ 
−1.2 +0.4 +1.2 %FSR 

  12.5mA、6.25mA、3.125mAの出力電流

レンジ 
−1.5 +0.7 +1.5 %FSR 

Gain Temperature Coefficient  FSADJ = VCC  30  ppm/°C 
Total Unadjusted Error TUE2 300mA および 200mAの出力電流レンジ −1.4 +0.4 +1.4 %FSR 
  100mA、50mA、25mAの出力電流レン

ジ 
−1.7 +0.5 +1.7 %FSR 

  12.5mA、6.25mA、3.125mAの出力電流

レンジ 
−2 +0.8 +2 %FSR 

Power Supply Rejection PSR レンジ = 100mA、OUTx電流（IOUTx）= 
50mA 

    

  VCC = 4.75V～5.25V  0.5  LSB 
  VDDx = 2.85V～3.15V  0.4  LSB 
  VDDx = 4.75V～5.25V  0.7  LSB 
  V− = −3.25V～−2.75V  0.6  LSB 
DC Crosstalk3  消費電力が 200mW 変化した場合の結果  0.1  %FSR 
Dropout Voltage (VDDx − VOUTx

4) VDROPOUT 200mA レンジ、(VDDx − V−) = 4.75V  0.45 0.6 V 
  200mA レンジ、(VDDx − V−) = 2.85V  0.5 0.65 V 
  300mA レンジ、(VDDx − V−) = 4.75V  0.75  V 
  300mA レンジ、(VDDx − V−) = 2.85V  0.85 1.15 V 
Off Mode Output Leakage Current5  800Ωの負荷から GND まで −1 +0.1 +1 μA 
OUTx Switch to V− Resistance RPULLDOWN スパン・コード = 1000b、80mAをシン

ク 
 8 12 Ω 

DC PERFORMANCE, LTC2672-12       
Resolution   12   Bits 
Monotonicity  全レンジ 1 12   Bits 
Differential Nonlinearity DNL 全レンジ 1 −0.5 +0.03 +0.5 LSB 
Integral Nonlinearity INL 全レンジ 1 −4 +0.8 +4 LSB 
Current Offset Error IOS 全電流レンジ 1 −0.4 +0.1 +0.4 %FSR 
IOS Temperature Coefficient  全電流レンジ  10  ppm/°C 
Gain Error GE2 300mA および 200mAの出力電流レンジ −0.9 +0.3 +0.9 %FSR 
  100mA、50mA、25mAの出力電流レン

ジ 
−1.2 +0.4 +1.2 %FSR 

  12.5mA、6.25mA、3.125mAの出力電流

レンジ 
−1.5 +0.7 +1.5 %FSR 

Gain Temperature Coefficient  FSADJ = VCC  30  ppm/°C 
Total Unadjusted Error TUE2 300mA および 200mAの出力電流レンジ −1.4 +0.4 +1.4 %FSR 
  100mA、50mA、25mAの出力電流レン

ジ 
−1.7 +0.5 +1.7 %FSR 

  12.5mA、6.25mA、3.125mAの出力電流

レンジ 
−2 +0.8 +2 %FSR 

Power Supply Rejection PSR レンジ = 100mA、IOUTx = 50mA     
  VCC = 4.75V～5.25V  0.04  LSB 
  VDDx = 2.85V～3.15V  0.03  LSB 
  VDDx = 4.75V～5.25V  0.05  LSB 
  V− = −3.25V～−2.75V  0.04  LSB 
DC Crosstalk3  消費電力が 200mW 変化した場合の結果  0.1  %FSR 
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仕様 

表 1.  
パラメータ 記号 テスト条件／コメント Min Typ Max 単位 

Dropout Voltage (VDDx − VOUTx
4) VDROPOUT 200mA レンジ; (VDDx − V−) = 4.75V  0.45 0.6 V 

  200mA レンジ; (VDDx − V−) = 2.85V  0.5 0.65 V 
  300mA レンジ; (VDDx − V−) = 4.75V  0.75   
  300mA レンジ; (VDDx − V−) = 2.85V  0.85 1.15 V 
Off Mode Output Leakage Current5  800Ωの負荷から GND まで −1 +0.1 +1 μA 
OUTx Switch to V− Resistance RPULLDOWN スパン・コード = 1000b、80mAをシン

ク 
 8 12 Ω 

AC PERFORMANCE  AC 性能のすべての仕様に対し TA = 
25ºC 

    

Settling Time6, 7 tSET      
Full-Scale Step 3.125 mA Range  ±0.0015%（±1LSB @ 16b）  21.1  μs 
  ±0.024%（±1LSB @ 12b）  3.8  μs 
145 mA to 155 mA Step 200 mA 
Range 

 ±0.0015%（±1LSB @ 16b）  7.2  μs 

  ±0.024%（±1LSB @ 12b）  3.6  μs 
Full-Scale Step 200 mA Range  ±0.0015%（±1LSB @ 16b）  200  μs 
  ±0.024%（±1LSB @ 12b）  3.5  μs 

Glitch Impulse  ミッドスケール遷移、200mA レンジ、

DAC 出力から GNDまでの抵抗性負荷

（RLOAD） = 4Ω の場合 

 1.0  nA × s 

DAC to DAC Crosstalk8  100mA から 200mA へのステップ、
RLOAD = 15Ω 

 230  pA × s 

iNOISE  出力電流ノイズ密度内部リファレン

ス、IOUTx = 150mA、RLOAD = 4Ω、負荷

容量（CLOAD） = 10µF 

    

Frequency (f) = 1 kHz    12  nA/√Hz 
f = 10 kHz    5  nA/√Hz 
f = 100 kHz    0.5  nA/√Hz 
f = 1 MHz    0.05  nA/√Hz 

REFERENCE       
Reference Output Voltage VREF  1.248 1.250 1.252 V 
VREF Temperature Coefficient9   −10 +3 +10 ppm/°C 
VREF Line Regulation  VCC = 5V ± 10%  50  µV/V 
VREF Short-Circuit Current  VCC = 5.5V、出力を GND に接続  2.5  mA 
REFCOMP Pin Short-Circuit Current  VCC = 5.5V、出力を GND に接続  65  µA 
VREF Load Regulation  VCC = 5V、リファレンス電流（IREF） = 

100µA ソース 
 140  mV/mA 

VREF Output Voltage Noise Density  REFCOMPピン電流（CREFCOMP） = 
REFCOMPピン容量（CREF） = 0.1µF、f 
= 10kHz 時 

 32  nV/√Hz 

External Reference Input Current    0.001 1 µA 
External Reference Input Capacitance10    40  pF 
External Reference Input Voltage  REFCOMPピンは GND に接続 1.225  1.275 V 
External Full-Scale Adjust Resistor RFSADJ RFSADJから GNDまで 19 20 41 kΩ 

DIGITAL INPUT/OUPUT       
Digital Output High Voltage VOH SDO ピン、負荷電流 = −100µA IOVCC −  

0.2 
  V 

Digital Output Low Voltage VOL SDO ピン、負荷電流 = 100µA   0.2 V 
  FAULT ピン、負荷電流 = 100µA   0.2 V 
Digital High-Z Output Leakage Current  SDO ピンのリーク電流（CS/LDハイ） −1  +1 µA 
  FAULT ピンのリーク電流（アサートさ

れない場合） 
  1 µA 

Digital Input Current  入力電圧（VIN） = GND から IOVCC −1  +1 µA 
Digital Input Capacitance10 CIN    8 pF 
High Level Input Voltage VIH 2.85 ≤ IOVCC ≤ VCC 0.8 × 

IOVCC 
  V 

  1.71 ≤ IOVCC ≤ 2.85 0.8 × 
IOVCC 

  V 
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仕様 

表 1.  
パラメータ 記号 テスト条件／コメント Min Typ Max 単位 

Low Level Input Voltage VIL 2.85 ≤ IOVCC ≤ VCC   0.3 V 
  1.71 ≤ IOVCC ≤ 2.85   0.3 V 

POWER SUPPLY       
Analog Supply Voltage VCC  2.85  5.5 V 
Digital Input and Output Supply Voltage IOVCC  1.71  VCC V 
Negative Supply V−  −5.5  0 V 
Output Supplies VDDx 200mA レンジ以下（GND基準） 2.1  VCC V 
  300mA レンジ以下（GND基準） 2.4  VCC V 
Output Supplies, Total Voltage11  安全動作領域（V−を基準とする VDDx） 2.85  9 V 
VCC Supply Current  全レンジ（コード = 0、全チャンネル）  4 5.3 mA 
IOVCC Supply Current  全レンジ（コード = 0、全チャンネル）  0.01 1 µA 
V− Supply Current  全レンジ（コード = 0、全チャンネル）  7.5 11 mA 
VDDX Supply Current  全レンジ（コード = 0、チャンネルご

と） 
 1.5 2.2 mA 

  25mA レンジ（コード = フルスケール、

チャンネルごと）12 
 28 32 mA 

  200mA レンジ（コード = フルスケー

ル、チャンネルごと）12 
 205 215 mA 

VCC Shutdown Current13, 14 ISLEEP   50 500 µA 
IOVCC Shutdown Current13, 14    0.01 1 µA 
V− Shutdown Current13, 14    0.29 1.2 mA 
VDDX Shutdown Current13, 14    80 250 µA 

MONITOR MULTIPLEXER       
MUX Pin DC Output Impedance    15  kΩ 
MUX Pin Leakage Current  モニタ・マルチプレクサ・ディスエー

ブル（高インピーダンス） 
−1 +0.1 +1 µA 

MUX Pin Output Voltage Range  モニタ・マルチプレクサを OUT0ピン

電圧～OUT4ピン電圧に選択 
V−  VCC V 

MUX Pin Continuous Current11  TA = 25ºC（超えないこと） −1  +1 mA 

1 オフセット電流は、LTC2672-16 の場合、コード 384で、LTC2672-12の場合、コード 24 で測定しています。直線性は、LTC2672-16 の場合、コード 384～
65535 で、LTC2672-12の場合、コード 24～4095で定義しています。  

2 フルスケール電流（IFS） = 300mA の場合、RLOAD = 10Ω。IFS = 200mAの場合、RLOAD = 15Ω。IFS = 100mA の場合、RLOAD = 30Ω。IFS = 50mAの場合、RLOAD 
= 50Ω。IFS = 25mAの場合、RLOAD = 100Ω。IFS = 12.5mA の場合、RLOAD = 200Ω。IFS = 6.25mA の場合、RLOAD = 400Ω。IFS = 3.125mAの場合、RLOAD = 800Ω。 

3 IFS = 200mA および RLOAD = 15Ω。DCクロストークは、4つのアグレッサ・チャンネルすべてに対し 100mA から 200mAへのステップで測定しています。

消費電力の変化の合計は、4 × 50mW = 200mWとなります。モニタ・チャンネルは、3/4 × IFSまたは 150mAに保持されます。 
4 VOUTxはチャンネル出力（OUTx）電圧です。 
5 OUTx ピンに接続する負荷は、GND に終端する必要があります。 
6 VDDx = 5V（3.125mAレンジ）、VDDx = 3.6V（200mA レンジ）、V− = −3.3V（すべてのレンジ）。大電流出力ステップでは、内部の熱効果により、最後に

セトリング・テールが生じます。ほとんどの場合、テールは小さいため±0.024%のセトリングに影響することはありません。しかし、±0.0015%レベルまで

完全にセトリングするには数ミリ秒の時間が必要です。最善の結果を得るためには、露出パッド（ピン 33）をグランド・プレーンにハンダ付けすると共

に、各チャンネルの VDDxをできるだけ小さくしてデバイスの消費電力を抑えてください。記載した結果は、ヒートシンクを追加せずに DC2903 評価用ボ

ードのデモ回路を使用して得られたものです。 
7 内部リファレンス・モード。負荷は、15Ω（200mA レンジ）または 800Ω（3.125mA レンジ）で、GNDに終端します。 
8 DAC間クロストークとは、1つの DACに生じる、隣接 DAC チャンネルでの 100mA から 200mAへのステップ変化によるグリッチを指します。DAC は、

200mA スパンレンジのミッドスケール（100mAの出力レンジ）で内部リファレンスを使用して測定し、VDDx = 5V、V− = −3.3Vです。 
9 温度係数は、出力電圧の最大変化と公称出力電圧との比を最初に計算し、次にその比を仕様規定された温度範囲で割ったものです。 
10 設計により確認されていますが、出荷テストは行っていません。 
11 ここに記載された値を超えるストレスを長期にわたり加えると、デバイスに恒久的な損傷を与えたり、デバイスの信頼性と寿命に影響を及ぼしたりする

可能性があります。 
12 指定出力での単一チャンネル 
13 VCC = IOVCC = 5V、VDDx = 5V、V− = −3.3V。 
14 デジタル入力は 0Vまたは IOVCCです。 
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仕様 

タイミング特性 
すべての仕様は、動作時 TJ範囲全体に適用されます。デジタル入力の低電圧は 0V、高電圧は IOVCCです。 

表 2. 2.85V ≤ VCC ≤ 5.5V、2.85V ≤ IOVCC ≤ VCC 
パラメータ テスト条件／コメント Min Typ Max Unit 
t1 SDI 有効化と SCK セットアップの間の時間 6   ns 
t2 SDI 有効化と SCK ホールドの間の時間 6   ns 
t3 SCK のハイ時間 9   ns 
t4 SCK のロー時間 9   ns 
t5 CS/LD のパルス幅 10   ns 
t6 SCK LSB ハイと CS/LD ハイの間の時間 19   ns 
t7 CS/LD ローと SCK ハイの間の時間 7   ns 
t8 SCK 立下がりエッジからの SDO の伝搬遅延時間、CLOAD = 10pF、

4.5V < IOVCC < VCC 
  20 ns 

 SCK 立下がりエッジからの SDO の伝搬遅延時間、CLOAD = 10pF、
2.85V < IOVCC < 4.5V 

  30 ns 

t9 CLR のパルス幅 20   ns 
t10 CS/LD ハイと SCK 立上がりエッジの間の時間 7   ns 
t11 LDAC のパルス幅 15   ns 
t12 CS/LD ハイから LDAC ハイまたはローまでの遷移時間 15   ns 
fSCK SCK 周波数   50 MHz 
t13 TGP のハイ時間 1 1   µs 
t14 TGP ロー時間 1 1   µs 

1 設計により確認されていますが、出荷テストは行っていません。  
 

表 3. 2.85V ≤ VCC ≤ 5.5V、1.71V ≤ IOVCC ≤ 2.85V 
パラメータ テスト条件／コメント Min Typ Max Unit 
t1 SDI 有効化と SCK セットアップの間の時間 7   ns 
t2 SDI 有効化と SCK ホールドの間の時間 7   ns 
t3 SCK のハイ時間 30   ns 
t4 SCK のロー時間 30   ns 
t5 CS/LD のパルス幅 15   ns 
t6 SCK LSB ハイと CS/LD ハイの間の時間 19   ns 
t7 CS/LD ローと SCK ハイの間の時間 7   ns 
t8 SCK 立下がりエッジからの SDO の伝搬遅延時間、CLOAD = 10pF   60 ns 
t9 CLR のパルス幅 30   ns 
t10 CS/LD ハイと SCK 立上がりエッジの間の時間 7   ns 
t11 LDAC のパルス幅 15   ns 
t12 CS/LD ハイから LDAC ハイまたはローまでの遷移時間 15   ns 
fSCK SCK 周波数（50%のデューティ・サイクル、SDO 動作を除く）   15 MHz 
t13 TGP のハイ時間 1 1   µs 
t14 TGP ロー時間 1 1   µs 

1 設計により確認されていますが、出荷テストは行っていません。  
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仕様 

タイミング図 

 
図 2. シリアル・インターフェース、LDAC、CLR、トグル・ピンのタイミング図 

 
図 3. LTC2672 の 32 ビット・コマンド・シーケンス 

 
図 4. LTC2672 の 24 ビット・コマンド・シーケンス 

 
 
  

https://www.analog.com/jp/index.html


データシート LTC2672 
 

analog.com.jp Rev. A | 9 of 27 

絶対最大定格 

表 4. 
Parameter Rating 
VCC to GND −0.3 V to +6 V 
IOVCC to GND −0.3 V to +6 V 
V− to GND −6 V to +0.3 V 
VDDx to GND −0.3 V to (VCC + 0.3 V) 
VDDx to V− −0.3 V to +10 V 
OUTx to GND (V− − 0.3 V) to (VDDx + 0.3 V) 
MUX (V− − 0.3 V) to (VCC + 0.3 V) 
REF, REFCOMP, FSADJ −0.3 V to minimum (VCC + 0.3 V, 6 V) 
CS/LD, SCK, SDI, LDAC, CLR, 
TGP to GND 

−0.3 V to +6 V 

FAULT to GND −0.3 V to +6 V 
SDO –0.3 V to minimum (VCC + 0.3 V, 6 V) 
Temperature  

Operating Range (TJ)  −40°C to +125°C 
Storage Range −65°C to +150°C 
Junction, TJMAX 150°C 

 

上記の絶対最大定格を超えるストレスを加えると、デバイスに

恒久的な損傷を与えることがあります。この規定はストレス定

格のみを指定するものであり、この仕様の動作のセクションに

記載する規定値以上でのデバイス動作を定めたものではありま

せん。デバイスを長時間にわたり絶対最大定格状態に置くと、

デバイスの信頼性に影響を与えることがあります。 

熱抵抗 

熱性能は、プリント回路基板（PCB）の設計と動作環境に直接

関連しています。PCB の熱設計には、細心の注意を払う必要が

あります。 

θJA は、1 立方フィートの密閉容器内で測定された自然対流での

周囲とジャンクション間の熱抵抗です。θJC は、ジャンクション

とケース間の熱抵抗です。 

表 5. 熱抵抗 
Package Type θJA θJC Unit 
05-08-16931 44 7.3 °C/W 

 
1 熱抵抗のシミュレーション値は、バイアスのない JEDEC 2S2P サーマ

ル・テスト・ボードに基づいています。JEDEC JESD-51を参照してく

ださい。 

 

ESD に関する注意 

 

ESD（静電放電）の影響を受けやすいデバイスです。 

電荷を帯びたデバイスや回路ボードは、検知されない

まま放電することがあります。本製品は当社独自の特

許技術であるESD保護回路を内蔵してはいますが、デ

バイスが高エネルギーの静電放電を被った場合、損傷

を生じる可能性があります。したがって、性能劣化や

機能低下を防止するため、ESD に対する適切な予防措

置を講じることをお勧めします。 
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ピン配置およびピン機能の説明 

 
図 5. ピン配置 

表 6. ピン機能の説明 
ピン番号 記号 説明 

1, 8, 14, 32 GND アナログ・グラウンド。GND はアナログ・グランド・プレーンに接続します。 
2 TGP 非同期トグル・ピン。TGPの立下がりエッジにより、DAC レジスタは入力レジスタ A のデータに更新されます。TGPの

立上がりエッジにより、DAC レジスタは入力レジスタ B のデータに更新されます。トグル動作は、トグル選択ビット

（Tx）が 1 にセットされた DAC チャンネルにのみ影響します。トグル動作をソフトウェアで行う場合は、TGPを IOVCC

に接続します。トグル動作を使用しない場合は、TGPは GND に接続します。ロジック・レベルは IOVCCによって決まり

ます。 
3 SDI シリアル・データ入力。SDIのデータは、SCK の立上がりエッジで DAC に入力されます。LTC2672 が受け入れる入力ワ

ード長は、24 ビット、32 ビット、または 32 ビットの倍数です。ロジック・レベルは IOVCCによって決まります。 
4 SDO シリアル・データ出力。32 ビット・シフト・レジスタのシリアル出力は SDO に生じます。SDIを介してデバイスに転送

されたデータは、32SCK 立上がりエッジ分だけ遅延してから次の立下がりエッジで出力されます。SDO は、データ・エ

コーのリードバックまたはデイジーチェーン動作のために使用できます。SDO は、CS/LD がハイのときに高インピーダ

ンスになります。ロジック・レベルは IOVCCによって決まります。 
5 SCK シリアル・クロック入力。ロジック・レベルは IOVCCによって決まります。 
6 CS/LD シリアル・インターフェースのチップ・セレクト／負荷入力。CS/LD がローの場合、SCK がイネーブルされて SDIデー

タをレジスタにシフトし、SDO はディスエーブルになります。CS/LD がハイになると、SDO と SCK はディスエーブル

され、指定コマンド（表 7 参照）が実行されます。ロジック・レベルは IOVCCによって決まります。 
7 LDAC アクティブ・ローの非同期 DAC 更新ピン。LDAC によって、SPI タイミングとは無関係に更新を行うことができます。

CS/LD がハイの場合、LDAC の立下がりエッジによって、すべての DAC レジスタが入力レジスタの内容に更新されま

す。LDAC は CS/LD によってゲート処理されるため、CS/LD がローの場合は影響を及ぼすことがありません。ロジッ

ク・レベルは IOVCCによって決まります。LDAC を使用しない場合、LDAC は IOVCCに接続します。 
9 REFLO リファレンス・ロー。REFLO はリファレンス用の信号グラウンドです。REFLO は GND に直接接続します。 
10 REF リファレンス入出力。各 DAC 出力チャンネルのフルスケール出力電流は、REF の電圧に比例して増加します。デフォル

トでは、1.25V 内部リファレンスが REF に供給されます。外部 DC 負荷電流を駆動する場合、REF にはバッファが必要

です。リファレンスがディスエーブルの場合（リファレンス・モードのセクションを参照）、リファレンス出力は切り

離され、REF は高インピーダンスとなり高精度外部リファレンスを受け入れます。ノイズを抑えリファレンスの安定性

を確保するために、コンデンサを REF と GND の間に接続します。コンデンサ値は CREFCOMP未満であることが必要で

す。ここで、CREFCOMPは REFCOMPに接続される容量です。外部リファレンス入力の許容範囲は、1.225V～1.275V で

す。 
11 REFCOMP 内部リファレンス補償ピン。ノイズを抑えリファレンスの安定性を確保するために、0.1µF のコンデンサを REFCOMP と

GND の間に接続します。REFCOMPを GND に接続すると、デバイスは内部リファレンスがディスエーブルの状態でパ

ワーアップするため、起動時に外部リファレンスを使用することができます。 
12 FSADJ フルスケール電流調整ピン。FSADJ は、内部キャリブレーションされた公称出力レンジを生成するか、または段階的に

調整可能なレンジを生成するかの、2 通りのどちらかで使用できます。どちらの場合でも、リファレンス電圧 VREFが抵

抗 RFSADJに印加され、リファレンス電流を定義します。すべてのレンジおよびチャンネルの出力はこのリファレンス電

流に比例します。フルスケール電流は REF の電圧に比例し、RFSADJに半比例します。FSADJ が VCCに接続されている場

合、内部 RFSADJ（20kΩ）が選択され、公称出力レンジになります。または、19kΩ～41kΩ の外部抵抗を FSADJ と GND
の間に接続して使用することもできます。この場合、外部抵抗はレンジのスケーリングを制御し、内部抵抗は自動的に

切断されます。詳細については、表 9 を参照してください。外部抵抗を使用する場合、FSADJ は浮遊容量の影響を受け

やすくなるため、RFSADJと並列に 1kΩ と 1µF を直列に接続して構成されるスナバ回路ネットワークで補償する必要があ

ります。この推奨の補償方法を用いると、FSADJ は最大 50pF の浮遊容量があっても安定性を維持できます。 
13, 27 VCC アナログ電源電圧。2.85V ≤ VCC ≤ 5.5V。すべての電源電圧は VCC以下であることが必要です（VDDx ≤ VCC）。VCCは 1µF

のコンデンサで GND にバイパスします。 
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ピン配置およびピン機能の説明 

表 6. ピン機能の説明 
ピン番号 記号 説明 

15, 26 V− 負電源電圧。−5.5V ≤ V− ≤ GND。V−が GND に接続されている場合を除き、V−は 1µF のコンデンサで GND にバイパスし

ます。安全な動作電圧については図 31 を参照してください。 
16, 19, 20, 23, 
24 

OUT4 to OUT0 DAC アナログ電流出力。各電流出力ピンには専用のアナログ電源ピン VDD0～VDD4があります。OUTx に接続する負荷は

GND に終端する必要があります。複数の出力の結合については、負荷終端と出力の結合のセクションを参照してくださ

い。 
17, 18, 21, 22, 
25 

VDD4 to VDD0 出力電源。VDD0～VDD4は GND を基準として 2.1V～VCCで動作し、V−を基準として 2.85V～9V で動作します。これら 5
個の正電源入力は、それぞれ 5 個の DAC 電流出力ピン OUT0～OUT4 に個別に電源を供給します。最大出力電源電圧

は、VCC以下であることが必要である点に注意してください（VDDx ≤ VCC）。各電源入力は、1µF のコンデンサで GND に

バイパスします。使用しない出力電源は、有効な VCCまたは VDDx電源に接続する必要があります。これらのピンはフロ

ート状態のままにしないでください。安全な動作電圧については図 31 を参照してください。 
28 MUX アナログ・マルチプレクサ出力。ピンの電圧と電流は、MUX の電圧を測定することでモニタできます。マルチプレクサ

がディスエーブルの場合、MUX は高インピーダンスになります。使用可能なマルチプレクサの選択範囲を表 10 に示し

ます。 
29 IOVCC デジタル入出力電源電圧。1.71V ≤ IOVCC ≤ VCC + 0.3V。IOVCCは 0.1µF のコンデンサで GND にバイパスします。 
30 FAULT アクティブ・ローの故障検出ピン。これはオープンドレインの N チャンネル出力で、何らかの故障状態が有効に検出さ

れた場合にローになります。FAULT は次の CS/LD の立上がりエッジでリリースされます。プルアップ抵抗が必要です

（5kΩ を推奨）。 
31 CLR アクティブ・ローの非同期クリア入力。このレベル・トリガ入力でロジック・ローになると、デバイスはデフォルトの

リセット・コードと出力レンジにクリアされ、出力をオフにしてゼロスケールとなります。コントロール・レジスタは

ゼロにクリアされます。ロジック・レベルは IOVCCによって決まります。 
33 GND グラウンド。このパッドはアナログ・グランド・プレーンに直接ハンダ付けします。 
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代表的な性能特性 

 
図 6. LTC2672-16 の INL 

 

 
図 7. LTC2672-12 の INL 

 
図 8. フルスケール電流誤差（FSE）と温度の関係 

 
図 9. 145mA から 155mA へのステップのセトリング 

（VOUTは出力電圧） 

 
図 10. LTC2672-16 の DNL 

 
図 11. LTC2672-12 の DNL 
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代表的な性能特性 

 
図 12. 0mA から 3.125mA へのステップのセトリング 

 

 
図 13. 0mA から 200mA へのステップのセトリング 

 
図 14. オフセット電流誤差と温度の関係 

 
図 15. 複数の電流レンジでの IOUTxと 

ドロップアウト電圧の関係 

 
図 16. VDROPOUTと合計電源 VDDx − V−の関係 

 
図 17. VREFの温度特性 
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代表的な性能特性 

 
図 18. 複数のコードに対する IOUTxとドロップアウト電圧の関係

（200mA スパン） 

 
図 19. ミッドスケールのグリッチ 

 
図 20. 電流ノイズ密度と周波数の関係、接地 CLOAD = 0µF、

1µF、10µF 

 
図 21. DAC 間クロストーク（立上がり） 

 

 
図 22. 大信号応答 
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用語の定義 
積分非直線性（INL） 

INL は、DAC の伝達関数の上下両端を結ぶ直線からの最大偏差

（LSB 単位）を表します。この DAC の INL は、LTC2672-16 の

場合、コード 384～コード 65535 で、LTC2672-12 の場合、コー

ド 24～コード 4095 で定義されます。 

微分非直線性（DNL） 

DNL は、隣接する 2 つのコードの間で測定された変化と理論的

な 1LSB 変化との差を表します。最大±1LSB の DNL の仕様は、

単調性を確保するものです。この DAC は設計により単調性を確

保しています。出力電流は有限であるため、この DAC の DNL
は、LTC2672-16 の場合、コード 384～コード 65535 で、

LTC2672-12 の場合、コード 24～コード 4095 で定義されます。 

電流オフセット誤差（IOS） 

ユニポーラのオフセット誤差は通常、ゼロ・コードが DAC レジ

スタにロードされた場合に測定されます。オフセットの極性は

正にも負にもなる可能性がありますが、出力電流はゼロ未満に

はなり得ないため、オフセットは、LTC2672-16 の場合、コード

384 で、LTC2672-12 の場合、コード 24 で定義され、そのコード

の期待値に基づいて計算されています。 

IOSの温度係数 

IOS の温度係数は、温度変化に対する IOS の変化を意味し、

ppm/ºC で表されます。 

ゲイン誤差 

ゲイン誤差は DAC のスパン誤差を表すもので、DAC 転送特性

の傾きの理想値からの偏差です。フルスケール・レンジに対す

るパーセンテージで表されます（%FSR）。 

ゲイン誤差の温度係数 

ゲイン誤差の温度係数は、温度変化に対するゲイン誤差の変化

を意味し、ppm/ºC で表されます。 

電源電圧変動除去比（PSR） 

PSR は、DAC 出力に対する電源電圧変化の影響を表します。

PSR は、DAC のフルスケール出力に対する VCC、V−、または

VDDxの規定された変化によるVOUTxの変化で、LSBが単位です。 

セトリング時間 

セトリング時間は、フルスケールの入力変化に対して、DAC 出

力が規定の誤差ウィンドウ内に安定するのに要する時間で、

CS/LDの立上がりエッジから測定されます。 

グリッチ・インパルス 

グリッチ・インパルスは、DAC レジスタ内の入力コードが変化

したときに、アナログ出力に混入するインパルスを表します。

通常 nA × secで表すグリッチの面積として規定され、ミッドス

ケール変化時に、デジタル入力コードが1LSBだけ変化したとき

に測定されます。 

DC クロストーク 

DC クロストークは、他のすべての DAC 出力での 100mA から

200mA への変化に起因する 1 つの DAC の出力レベルの DC 変化

です。モニタされるチャンネルは、150mA（3/4 × IFS）に保持

されます。DC クロストークの単位は%FSR です。 

DAC 間クロストーク 

DAC 間クロストークとは、1 つの DAC の出力に生じる、別の

DAC チャンネルでの 100mA から 200mA へのステップ変化によ

るグリッチを指します。測定されるDACは、200mAレンジのミ

ッドスケール（100mA の出力電流）です。グリッチのエネルギ

ーの単位は nA × secです。 

出力ノイズ・スペクトル密度 

出力ノイズ・スペクトル密度は、内部で発生するランダム・ノ

イズを測定したものです。ランダム・ノイズは、スペクトル密

度（nA/√Hz）として特性評価され、DAC に 150mA（3/4 × IFS）

をロードして出力のノイズを測定することで測定されます。 
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動作原理 
LTC2672 は、チャンネルの出力電圧および出力電流を調べるた

めの、選択可能な出力レンジ、高精度リファレンス、マルチプ

レクサを備えた 5 チャンネル、電流源出力の DAC ファミリです。

各出力は 2.1V～VCC の電圧を許容する独立した専用の正電源ピ

ンから電流を流すことにより、消費電力の最適化と広範囲の負

荷に対するヘッドルームの最適化が可能です。内蔵の 12Ω スイ

ッチにより、任意の出力ピンをオプションの V−負電源に接続し、

最大 80mA の電流をシンクできます。 

負荷終端と出力の結合 

OUTx ピンに接続する負荷は、グラウンドに終端する必要があ

ります。システムの設計において使用されない OUTx ピンはオ

ープンのまま（接続なし）にしておく必要があります。 

300mA を超える電流が必要な場合や、大電流をより細かく制御

する必要がある場合は、任意の OUTx ピンを結合することがで

きます。LTC2672 には以下に示す 4 種類のスパン・カテゴリが

あります。 

► 8 つの電流レンジ 
► オフ・モード 
► V−への切替え 
► パワーダウン 

結合されたチャンネルはすべて同じスパン・カテゴリで動作す

る必要があります。 

対応できデバイスは、スパン・カテゴリの混在に対する耐性は

ありますが、そうならないようにしてください。スパン・カテ

ゴリが混在すると電源電流の増加や精度の低下を招く可能性が

あるためです。結合されたチャンネルが電流レンジのスパン・

カテゴリ（3.125mA～300mA）で動作する場合、レンジと DAC
コードはチャンネルごとに同じである必要はありません。 

パワーオン・リセット 

パワーアップ時、出力は電流オフ状態（オフ・モード）にリセ

ットされるため、システムの初期化が一貫した反復可能なもの

になります。パワーオン時の初期化が完了したら、表 7、表 8、
表 9を使用し SPIバスを介して出力スパンを選択してください。 

電源シーケンス 

電源（VCC、IOVCC、V−、VDD0～VDD4）は、任意の順番でパワー

アップできます。外部リファレンスを使用する場合は、電源の

ターン・オン・シーケンスおよびターン・オフ・シーケンス時

に REF の入力電圧が VCC + 0.3Vを超えることのないようにして

ください（絶対最大定格のセクションを参照）。スタートアッ

プが完了したら、どの電源もVRIを超えていないことを確認しま

す。1.225V～1.275Vの DC リファレンス電圧が可能です。 

バイパスを設けることは最高の性能を実現するうえで重要です。

1µF以上の低等価直列抵抗（ESR）の容量をすべての電源ピンの

グラウンドに使用し、できるだけデバイスの近くに接続します。

IOVCCには 0.1µF のコンデンサを使用できます。 

データ伝達関数 

すべての分解能と 25mA 以上の出力レンジに対する DAC の入力

から出力への伝達関数を図 23 および図 24 に示します。入力コ

ードは全レンジでストレート・バイナリ形式です。 
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シリアル・インターフェース 

CS/LD ピンがローの場合、SDI ピンのデータはクロック（SCK
ピン）の立上がりエッジでシフト・レジスタにビット・ロード

されます。4 ビットのコマンド C3～C0 がまずロードされ、次い

で 4ビットの DACアドレス A3～A0が続き、最後に 16ビットの

データがストレート・バイナリ形式で読み込まれます。

LTC2672-16 の場合、データ・ワードは MSB から LSB の順の 16
ビット入力コードで構成されます。LTC2672-12 の場合、デー

タ・ワードは MSB から LSB の順の 12 ビット入力コードと、そ

れに続く 4 つのドント・ケア・ビットで構成されますデータは、

CS/LD 信号がローの場合にのみ LTC2672 に転送できます。

CS/LD の立上がりエッジによりデータ転送は終了し、デバイス

は 24 ビットの入力ワードで指定された動作を実行します。 

最小入力ワードは 24 ビットですが、これは 32 ビットに拡張で

きます。32 ビット・ワード幅を使用するには、8 個のドント・

ケアビットをまずデバイスに転送し、その後 24 ビット・ワード

を転送します。32 ビット・ワードが必要なのは、エコー・リー

ドバックとデイジーチェーン動作の場合です。また、32 ビッ

ト・ワードにより、最小ワード幅が 16 ビット以上のプロセッサ

にも対応できます。 

24 ビットおよび 32 ビットのシーケンスの詳細を図 3 および図 4
に示します。どちらのワード幅の場合も、故障レジスタの出力

が SDOピンに出力される点に注意してください。 

表 7. SPI コマンド 
コマンド番号 データ 

0000 DAC チャンネル x へのコードの書込み 
1000 すべての DAC チャンネルへのコードの

書込み 
0110 DAC チャンネル x へのスパンの書込み 
1110 すべての DAC チャンネルへのスパンの

書込み 
0001 DAC チャンネル x のパワーアップと更新 
1001 すべての DAC チャンネルのパワーアッ

プと更新 
0011 DAC チャンネル x へのコードの書込み、

DAC チャンネル x のパワーアップと更新 
0010 DAC チャンネル x へのコードの書込み、

すべての DAC チャンネルのパワーアッ

プ、と更新 
1010 すべての DAC チャンネルのパワーアッ

プ、コードの書込み、更新 
0100 チャンネル x のパワーダウン 
0101 チップのパワーダウン 
1011 マルチプレクサのモニタ 
1100 トグル・セレクト 
1101 グローバル・トグル 
0111 設定コマンド 
1111 No operation（無操作） 

 

表 8. DAC のアドレス割り当て 
 Address 
DAC Number A3 A2 A1 A0 
DAC0 0 0 0 0 
DAC1 0 0 0 1 
DAC2 0 0 1 0 
DAC3 0 0 1 1 
DAC4 0 1 0 0 

 

表 8 に記載のコード以外の DAC アドレス・コードを使用しても、

そのコマンドは無視される点に注意してください。 

入力レジスタおよび DAC レジスタ 

LTC2672 には、メインのシフト・レジスタの他、DAC ごとに 5
個の内部レジスタがあります。各 DAC チャンネルには 2 組のダ

ブル・バッファ付きレジスタがあり、1 つはコード・データ用、

もう 1 つは DAC のスパン（出力レンジ）用となっています。ダ

ブル・バッファにより、スパンとコードを同時に更新すること

ができ、それによって出力レンジを変更してもスムーズな電流

遷移が可能になります。また、ダブル・バッファにより複数の

DAC を同時に更新することもできます。ダブル・バッファ付き

レジスタの各組は、入力レジスタと DAC レジスタで構成されま

す。 

入力レジスタに関しては、書込み動作によってデータが SDI ピ

ンから選択したレジスタにシフトされます。入力レジスタはバ

ッファを保持しています。書込み動作によって DAC 出力が影響

を受けることはありません。 

コード・データパス内には、DAC レジスタごとにレジスタ A お

よびレジスタ B の 2 つの入力レジスタがあります。レジスタ B
はトグル動作時にのみ使用される代替レジスタで、レジスタ A
がデフォルトの入力レジスタです。 

DAC レジスタに関しては、更新動作により入力レジスタの内容

がその関連 DAC レジスタにコピーされます。DAC レジスタの

内容は DAC の出力電流またはレンジを直接に制御します。 

また更新動作によって、選択した DAC がパワーダウン・モード

の場合にこれをパワーアップすることもできます。更新によっ

て常にコードとスパン・データの両方がリフレッシュされます

が、DAC レジスタに保持されている値は、関連の入力レジスタ

値が書込み動作によって変更されない限り変わりません。例え

ば、新しいコードが書き込まれチャンネルが更新された場合、

コードは更新されますが、スパンはリフレッシュされ変更され

ません。チャンネル更新は、シリアル更新コマンド、LDAC の

負パルス、またはトグル動作によって行うことができます。 

出力レンジおよび SoftSpan 動作 
LTC2672 は、出力レンジが選択可能な、5 チャンネルの電流

DAC です。電流出力レンジの全セットは SPI プログラムを介し

てのみ使用できます。 
図 26 に、LTC2672 の 1 つのチャンネルの簡略化した回路図を示

します。LTC2672 のフルスケール電流レンジは、チャンネルご

とに 4 個の制御ビット［S3:S0］を使用して選択できます。また、

REF ピンに外部リファレンスを供給したり、FSADJ ピンに外部

抵抗を使用したりして、必要に応じてフルスケール電流を調整

することもできます。 
LTC2672は、パワーアップ時にすべてのチャンネル出力（OUT0
～OUT4）をオフ・モードにして初期化を行います。その後、表

9 と図 23 および図 24 に示すように、各チャンネルのレンジとコ

ードが SoftSpanTM を使用してプログラムできます。各チャンネ

ルには、1 組のダブル・バッファ付きレジスタがありレンジ情

報を提供します。DAC チャンネル x へのスパンの書込みコマン

ド 
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またはすべてのチャンネルへのスパンの書込みコマンドを使用

して（それぞれ 0110b と 1110b、表 7参照）、スパン入力レジス

タにプログラムします。図 25 は構文を示し、表 9 はスパン・コ

ードとレンジを示します。ダブル・バッファ付きコード・レジ

スタと同様、更新動作によりスパン入力レジスタは関連のスパ

ン DAC レジスタにコピーされます。 

 
図 23. LTC2672-16 の伝達関数  

 
図 24. LTC2672-12 の伝達関数  

表 9 に示すように、出力をオフ・モードにする、または低オン

抵抗（≤12Ω）のスイッチが DAC 出力を負電源 V−にシャントす

るモードにする、2 つの選択肢（コード 0000 およびコード 1000）
が加えられています。スイッチがオンになると、そのチャンネ

ルの OUTx ピン・ドライバがディスエーブルされます。表 9 に

記載のないスパン・コードは、デフォルトでオフ・モードの出

力レンジになります。 

表 9. スパン・コード 
 Output Range 
S3 S2 S1 S0 FSADJ = VCC External RFSADJ 
0 0 0 0 Off mode Off mode 
0 0 0 1 3.125 mA 50 × VREF/RFSADJ 
0 0 1 0 6.25 mA 100 ×VREF/RFSADJ 
0 0 1 1 12.5 mA 200 ×VREF/RFSADJ 
0 1 0 0 25 mA 400 ×VREF/RFSADJ 
0 1 0 1 50 mA 800 ×VREF/RFSADJ 
0 1 1 0 100 mA 1600 ×VREF/RFSADJ 
0 1 1 1 200 mA 3200 × VREF/RFSADJ 
1 1 1 1 300 mA 4800 ×VREF/RFSADJ 
1 0 0 0 Switch to V− Switch to V− 
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図 25. 書込みスパン構文  

 
図 26. シングル・チャンネルの簡略回路図  

 
図 27. マルチプレクサ・コマンド  

表 10. アナログ・マルチプレクサ・コントロール・アドレス・ビット 
M4 M3 M2 M1 M0 Multiplexer Signal Output Notes1 
0 0 0 0 0 Disabled (high-Z)  
0 0 0 0 1 OUT0 current measurement IOUT0 = full-scale current (IFS) × VMUX/VREF 
0 0 0 1 0 OUT1 current measurement IOUT1 = IFS ×VMUX/VREF 
0 0 0 1 1 OUT2 current measurement IOUT2 = IFS ×VMUX/VREF 
0 0 1 0 0 OUT3 current measurement IOUT3 = IFS ×VMUX/VREF 
0 0 1 0 1 OUT4 current measurement IOUT4 = IFS ×VMUX/VREF 
0 0 1 1 0 VCC  
0 1 0 0 0 VREF  
0 1 0 0 1 VREFLO DAC ground (0 V) reference 
0 1 0 1 0 Die temperature, T T = 25°C + (1.4 V − VMUX)/(0.0037 V/°C) 
1 0 0 0 0 VDD0  
1 0 0 0 1 VDD1  
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表 10. アナログ・マルチプレクサ・コントロール・アドレス・ビット 
M4 M3 M2 M1 M0 Multiplexer Signal Output Notes1 
1 0 0 1 0 VDD2  
1 0 0 1 1 VDD3  
1 0 1 0 0 VDD4  
1 0 1 1 0 V–  
1 0 1 1 1 GND  
1 1 0 0 0 OUT0 pin voltage  
1 1 0 0 1 OUT1 pin voltage  
1 1 0 1 0 OUT2 pin voltage  
1 1 0 1 1 OUT3 pin voltage  
1 1 1 0 0 OUT4 pin voltage  

1 IFSはフルスケール電流、VMUXは MUX ピンに出力されるマルチプレクサの電圧です。  

 

モニタ・マルチプレクサ 

LTC2672 には、5 個の電流出力ピン（OUTx）の電圧と電流の両

方をモニタリングするマルチプレクサがあります。更に、VDDx、

V−、VCC、VREF、ダイ温度もすべてモニタできます。 
MUX ピンは、高インピーダンス入力での使用のみを目的として

います。MUX ピンのインピーダンスは通常 15kΩ です。内部回

路の損傷を防止するために、MUX ピンの連続的な DC 出力電流

は±1mA に制限する必要があります。 
マルチプレクサの動作範囲は、V−～VCC のレール to レールで、

出力はパワーアップ時にはディスエーブル（高インピーダンス）

になっています。 
マルチプレクサ・コマンドの構文とコードを、図 27および表 10
に示します。 

マルチプレクサを使用した電流測定 

いずれかの出力ピンの電流を測定するには、マルチプレクサコ

マンド（1011b）を表 10 に記載のマルチプレクサ電流測定コー

ドの 1 つと共に使用します。マルチプレクサは、実際の出力電

流に比例した電圧を出力することで応答します。比例係数は次

式で与えられます。 
IOUTx = IFS × VMUX/VREF 
ここで、 
IOUTxは OUTx ピンの出力電流です。 
この電流測定機能は OUTx ピンの電流を検出するのでなく、

DAC の設定値を使用して出力電流を予測するものです。そのた

め、OUTx ピンが開放（またはドロップアウト）状態の場合、

またはスパン設定が 8 つの電流レンジのいずれでもない場合は、

上式は適用できません。 
上式において、VMUX は DAC コード（およびリファレンス電圧）

でのみ変化し、すべてのスパン設定に対しては同じである点に

注意してください。この式で正しい評価を行うためには、IFSに、

アクティブなスパン設定の値を与える必要があります。 

最適な直線性がありますが、正確な結果を得るには、スロープ

誤差（±15% FSR）のキャリブレーションを行うことが必要です。

1 点キャリブレーションまたは 2 点キャリブレーションで±1%の

FSR 精度が可能です。 

マルチプレクサを使用したダイ温度測定 

ダイ温度を測定するには、マルチプレクサ・コマンドをマルチ

プレクサ・コントロール・コード 01010b と共に使用します。こ

の場合、MUX ピンの電圧（VMUX）は、−3.7mV/ºC の温度係数で

ダイ温度に比例します。したがって、測定される TJ は次のよう

になります。 

TJ = 25ºC + (1.4V − VMUX)/(3.7mV/ºC) 

必要に応じ、温度と電圧を最初に測定し、上式の 25ºC と 1.4V
をこれらの値で置き換えることで温度モニタをキャリブレーシ

ョンできます。 

モニタ・マルチプレクサのプリチャージに関する

考慮事項 

LTC2672 のアナログ・マルチプレクサは非バッファです。その

ため、アンプ・オフセットによる誤差要因を回避できます。た

だし、バッファがないため、MUX ピンが接続される際の電荷移

動により、高インピーダンス電流出力が悪影響を受ける可能性

があります。LTC2672には、MUXピンを選択された OUTxピン

に接続する前にMUXピンをプリチャージすることで、出力ピン

（OUTx）の充電グリッチを抑える回路があります。 

このプリチャージ動作により、マルチプレクサの出力は、マル

チプレクサ・コマンドが与えられて（CS/LD の立上がり）から

約 7µs 後に有効になります。残留電荷のトランジェントは、必

要に応じ OUTx ピンにコンデンサを追加することで更に抑える

ことができます。 

MUX ピンの総容量（基板トレース、バッファアンプの入力、そ

の他の寄生容量を含む）は、可能な限り小さくし、100pF を超

えないようにしてください。 
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トグル動作 

システムによっては、DAC 出力が 2 つの出力レベルの間で繰り

返し切り替わる（例えばオン状態とオフ状態の間での切り替わ

り）ことが必要な場合があります。LTC2672 のトグル機能は、

DAC チャンネルごとに 2 つの入力レジスタ（レジスタ A および

レジスタ B）を提供することで、こうした動作を容易なものに

します。 

レジスタ A とレジスタ B の切替えは 3 つの信号で制御します。

最初の信号はトグル・セレクト・コマンドで、各ビットが 1 つ

のチャンネルを制御する 5 ビットのデータ・フィールドで作用

します（図 28 参照）。2 番目の信号はグローバル・トグル・コ

マンドで、グローバル・トグル・ビット（TGB）を使用して選

択したチャンネルすべてを制御します（図 29 参照）。最後に、

TGP によって、外部クロックまたはロジック信号を使用して

DAC 出力をレジスタ Aとレジスタ B の間で切り替えることがで

きます。これらの制御による信号は、図 30 に示すように結合さ

れます。トグル機能が不要な場合は、TGP ピン（ピン 2）を接

地し、トグル・セレクト・レジスタはパワーオン・リセット状

態（ゼロにクリア）のままにします。それにより、入力レジス

タ A が唯一の入力レジスタとなり、レジスタ B は使用されませ

ん。 

トグル・セレクト・レジスタ（TSR） 
トグル・セレクト・コマンド（1100b）の構文を図 28 に示しま

す。5 ビットの TSR データ・フィールドにある各ビットは、対

応する同じ名前の DAC チャンネルを制御します（T0 はチャン

ネル 0、T1 はチャンネル 1、...、T4 はチャンネル 4 を制御）。 

トグル・セレクト・ビット（T0～T4）には 2 つの機能がありま

す。第一に、各トグル・セレクト・ビットは、コード書込み動

作からデータを受け取る入力レジスタ（レジスタ A またはレジ

スタ B）を決めます。指定されたチャンネルのトグル・セレク

ト・ビットはハイの場合、コード書込み動作はアドレス指定さ

れたチャンネルのレジスタ B に行われます。ビットがローの場

合は、コード書込み動作は、レジスタ A に行われます。また、

各トグル・セレクト・ビットは、トグル動作の対応チャンネル

をイネーブルします。 

入力レジスタ A および入力レジスタ B への 
書込み 
トグルするチャンネルを選択したら、必要なコードを選択チャ

ンネルの入力レジスタ A に書込み、次にトグル・セレクト・コ

マンドを使用してチャンネル・トグル・セレクト・ビットを設

定し、必要なコードを入力レジスタ B に書き込みます。これら

のステップを終了したら、チャンネルのトグル動作ができるよ

うになります。例えば、コード 4096 とコード 4200 の間でトグ

ルするようチャンネル 3 を設定するには、次のステップを実行

します。 

1. チャンネル 3 のコード 4096 をレジスタ A に書き込む。

00000011 00010000 00000000。 
2. トグル・セレクト（ビット T3 をセット）11000000 

00000000 00001000。 
3. チャンネル 3 のコード 4200 をレジスタ B に書き込む。

00000011 00010000 01101000。 

ステップ 3 のコード書込みは、ステップ 2 でビット T3 が 1 にセ

ットされているため、レジスタ B に向けられます。これで、チ

ャンネル 3 は、入力レジスタ A と入力レジスタ B に目的とする

2 つのコードを持つようになり、トグル動作の準備ができまし

た。 

レジスタ B への書込み後も、レジスタ A のコードは変更可能で

ある点に注意してください。トグル・セレクト・ビットの状態

によって、書込みが行われるレジスタ（レジスタ A またはレジ

スタ B）が決まります。 

例えば、レジスタ B をトグルしながらレジスタ A を変更するに

は、次のステップを実行します。 

1. トグル・セレクト・ビット（ビット T3）を 0 にリセット

（11000000 00000000 00000000）。 
2. 新しいレジスタ A のコードを書き込む。この例ではコード

4300 を使用すると仮定すると、命令は 00000011 00010000 
11001100 となります。 

3. トグル・セレクト・ビット（ビット T3）を 1 に戻します

（上記ステップ 2 を参照）。レジスタ B への再度の書込み

は不要です。チャンネル 3 はトグル動作ができるようにな

りました。 

レジスタ A とレジスタ B の間で切替え 
上記の例のように、必要なチャンネルすべてについて、入力レ

ジスタへの書込みが行われ、対応するトグル・セレクト・ビッ

トがハイになったら、チャンネルは切り替えができる状態にな

っています。 

LTC2672 は、3 種類のトグル動作に対応しています。1 つめは、

選択したチャンネルをすべて、SPIポートを使用して一緒にトグ

ルするもの、2 つめは、選択したチャンネルをすべて、外部ク

ロックまたはロジック信号を使用して一緒にトグルするもの、3
つめは、任意の組合わせのチャンネルをいずれかの入力レジス

タから更新するよう命令するものです。 

内部トグル更新回路はエッジでトリガされます。そのため、

（TGB または TGP の）遷移のみが各入力レジスタからの更新を

トリガします。 

SPIポートを使用してすべての選択チャンネルをトグルするには、

TGP ピンがハイで、目的のチャンネルに対応するトグル・セレ

クト・レジスタのビットもハイになるようにします。コードを

切り替えるためにグローバル・トグル・コマンド（1101b）を使

用し、次いで、グローバル・トグル・ビット TGB を変更します

（図 29参照）。TGBを 1から 0に変更すると、DACレジスタは

各入力レジスタ A から更新されます。TGB を 0 から 1 に変更す

ると、DAC レジスタは各入力レジスタ B から更新されます。こ

のように、最大 5 チャンネルがわずか 1 つのシリアル・コマン

ドでトグルできる点に注意してください。 

外部ロジック信号を使用して選択チャンネルすべてをトグルす

るには、グローバル・トグル・レジスタの TGB ビットはハイで、

トグル・セレクト・レジスタの目的のチャンネルに対応するビ

ットもハイになるようにします。TGP ピンにクロックまたはロ

ジック信号を加えてコードを切り替えます。TGP の立下がりエ

ッジによって、DAC レジスタは関連する入力レジスタ A から更

新されます。TGP の立上がりエッジによって、DAC レジスタは

関連する入力レジスタ B から更新されます。入力レジスタの設

定が終了するとすべてのトグル動作は TGP に加えられた信号に

よってトリガされ、SPI命令は不要となる点に注意してください。 
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任意の組合わせのチャンネルが入力レジスタ A または入力レジ

スタ B から更新されるようにするには、TGP ピンがハイで、グ

ローバル・トグル・レジスタの TGB ビットもハイになるように

します。入力レジスタ（レジスタ A またはレジスタ B）を選択

して各チャンネルが更新されるようにするには、必要に応じて

トグル・セレクト・コマンドを使用してトグル・セレクト・ビ

ットをセットします。次に、シリアル・コマンド（1001b）を使

用するか LDAC ピンに負パルスを印加することで、すべてのチ

ャンネルを更新します。  

トグル・セレクト・ビットが 0 になっているチャンネルはいず

れもレジスタ A から更新され、トグル・セレクト・ビットが 1
になっているチャンネルはいずれもレジスタ B から更新されま

す（図 30 参照）。トグル・セレクト動作と更新動作を切り替え

ることで、必要に応じ最大 5 チャンネルをレジスタ A またはレ

ジスタ B に同時に切り替えることができます。 

 
図 28. トグル・セレクトの構文  

 
図 29. グローバル・トグルの構文  

 
図 30. トグル機能の概念ブロック図 
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デイジーチェーン動作 

シフト・レジスタのシリアル出力は SDO ピンで検出できます。

SDI 入力からデバイスに転送されたデータは、32 個の立上がり

エッジだけ遅延した後次の SCK 立下がりエッジで出力されるた

め、データは次の 32個の SCK立上がりエッジでマイクロプロセ

ッサに入力できます。 

SDO 出力を使用すると、単一の 3 線式シリアル・ポート（SCK、

SDI、CS/LD）から複数のシリアル・デバイスを制御することが

容易になります。この種のデイジーチェーン接続は、チェーン

内の各上流段デバイスの SDO と次段のデバイスの SDI を接続す

ることで構成されています。従って、デバイスのシフト・レジ

スタは直列に接続され、実質的にチェーン全体に広がる 1 つの

入力シフト・レジスタを形成します。この接続のために、複数

のデバイスが、入力ワードをつなげることによりアドレス指定

や制御を個別に行うことができます（最初の命令がチェーンの

最後のデバイスにアドレス指定される等）。SCK 信号と CS/LD
信号は、チェーン内のすべてのデバイスで共通です。 

使用時、CS/LD はローになります。次いで、連結された入力デ

ータが、最初のデバイスの SDI をデータ入力として使用してチ

ェーンに転送されます。データ転送が完了すると、CS/LD はハ

イになり、これによってすべてのデバイスへの命令シーケンス

は同時に終了します。1 つのデバイスだけを制御するには、チ

ェーン内のそれ以外のデバイスに対し「動作なし」コマンド

（1111b）を使用します。CS/LDがハイになると、SDOピンは高

インピーダンス出力となります。そのため、デイジーチェーン

動作のためには各デバイス（最後のデバイスは除く）の SDO に

プルアップ抵抗が必要です。 

エコー・リードバック 

SDO ピンにより、デバイスへのデータ転送を検証することがで

きます。各32ビット命令サイクルの間、SDOピンはその前の32
ビット命令を検証用に出力します。8 ビットのドント・ケア・

プレフィックスは、8 個の故障レジスタ・ステータス・ビット

に置き換えられ、次いで 4 ビットのコマンドとアドレス・ワー

ドおよびフル 16 ビット・データ・ワードが続きます（図 3 参

照）。24ビット命令サイクルの SDOシーケンスも、データ・ワ

ードが8ビットに切り詰められている点を除き同じです（図4参
照）。CS/LD がハイの場合、SDO は高インピーダンス出力とな

り、その他の SPI デバイスが使用できるようバスを解放します。 

故障レジスタ 

LTC2672 には動作上の故障状態を通知する機能があります。故

障レジスタ（FR）ステータス・ビットは、各 SPI トランザクシ

ョンの間に SDO ピンに出力される 24 ビットまたは 32 ビットの

各 SDO ワードの、最初のデータ・バイト（8 ビット）で構成さ

れます。シーケンスについては図 3 および図 4 を参照してくだ

さい。 

FR ビットは、そのトリガ状態が検出されたときにセットされ、

次の SPI トランザクションの間にクロックに同期して SDO に出

力されます。FR の情報は SPI トランザクションごとに更新され

ます。故障状態が SPI 命令のアクションによって修正された場

合は、その状態に対するクリアされた FR フラグが、次の SPI ト
ランザクションの SDO で検出可能になります。 

表 11 に、FR ビットとそれに関連するトリガ条件を示します。 

故障インジケータ・ピン（FAULT、ピン 30） 
FAULT ピンは、故障状態が検出された場合、ローにプルダウン

されるオープンドレインの Nチャンネル出力です。FAULTピン

は、次の CS/LD の立上がりエッジでリリースされ、割込みバス

へのワイヤード OR 接続に適したオープンドレイン出力です。

バスにはプルアップ抵抗が必要です（5kΩ を推奨）。 

表 11. 故障レジスタ（FR） 
ビット 故障状態 

FR0 OUT0 でオープン回路状態が検出 
FR1 OUT1 でオープン回路状態が検出 
FR2 OUT2 でオープン回路状態が検出 
FR3 OUT3 でオープン回路状態が検出 
FR4 OUT4 でオープン回路状態が検出 
FR5 過熱。ダイ温度 TJが 175ºC を超えた場合、FR5 が

セットされ、過熱保護が有効化されます。設定コ

マンド（0111b）を使用してディスエーブルできま

す。 
FR6 使用しません。 
FR7 無効な SPI シーケンス長。有効なシーケンス長は

24 ビット、32 ビット、および 32 ビットの倍数で

す。それ以外の長さの場合はすべて、FR7 がセッ

トされ SPI 命令は無視されます。 

 

故障状態と過熱保護 

故障状態には 3種類のタイプがあり、いずれも FAULTピンをロ

ーにプルダウンします。まず、FR0～FR4は、VDDxからOUTxへ
の電圧供給が不十分なために出力チャンネルがドロップアウト

状態になったときに、出力ピン（それぞれ OUT0～OUT4）にオ

ープン回路（OC）状態のフラグを出力します。5 個の DAC電流

出力ピンのそれぞれに、個別のオープン回路検出回路が備わっ

ています。 

FR5 は、ダイ温度が 175ºC を超えた場合にセットされる検出フ

ラグを提供します。また、過熱状態により、5 個の DAC チャン

ネルすべてがパワーダウンされ、オープンドレイン FAULTピン

がローにプルダウンされます。ダイの温度が低下するまで FR5
はセットされ続け、デバイスはシャットダウン状態を維持しま

す。約 150ºC 未満になると DAC チャンネルは通常動作に復帰で

きます。CS/LD の立上がりエッジは、ダイ温度とは無関係に

FAULT ピンをリリースする点に注意してください。 

DACチャンネルは最大 300mAまで電流を供給できるため、シス

テム設計においてダイの過熱の可能性を注意深く評価する必要

があります。 

最後に、FR7は無効なSPIワード長に対しフラグを立てます。有

効なワード長は、24ビット、32ビット、および32ビットの整数

倍です。それ以外の長さの場合、FR7 がセットされ、FAULT ピ

ンがアサートされて命令自体が無視されます。 

このデバイスでは FR6 は使用しません。 

設定コマンド 

設定コマンドには OC、TS、RDの 3 つの引数があります（図 33
参照）。 

OC ビットをセットするとオープン回路検出（FR0～FR4）がデ

ィスエーブルされ、TS ビットは過熱保護（FR5）をディスエー 
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ブルします。熱損傷は発生しやすく、またユーザの責任でもあ

るため、TS のセットには注意を払ってください。 

RD ビットは外部リファレンス動作を選択するために使用します。

外部リファレンスを使用する場合は、REFCOMP ピンを接地す

る必要があります。 

パワーダウン・モード 

消費電力に制約のあるアプリケーションでは、パワーダウン・

モードを使用すると、必要な DAC 出力が 5 個未満の場合に電源

電流を抑えることができます。パワーダウン時は電圧／電流出

力ドライバとリファレンス・バッファはディスエーブルされま

す。DAC の電流出力はオフ・モードに設定されます。パワーダ

ウン中にレジスタの内容が影響を受けることはありません。 

任意のチャンネルまたは任意の組合わせのチャンネルをパワー

ダウン・モードにするには、該当の DAC アドレスと共にコマン

ド 0100b を使用します。更に、すべての DAC チャンネルおよび

統合化されたリファレンスは、共にパワーダウン・チップ・コ

マンド 0101b を使用してパワーダウンすることができます。す

べてのパワーダウン・コマンドでは 16 ビット・データ・ワード

は無視されます。 

アクティブな動作は DAC 更新を含むコマンドを実行することで

再開できます。このコマンドは、表 7 に示すようにソフトウェ

アを使用するかトグルを行って（トグル動作のセクションを参

照）実行できます。選択した DAC チャンネルは、新しいコード

値で更新されるときにパワーアップされます。パワーダウンし

た DAC を更新する場合、余分のパワーアップ遅延に対処するた

めの待機時間を追加してください。更新コマンドの前にチャン

ネルがパワーダウン（コマンド 0100b）された場合は、パワー

アップ遅延は 30µs です。また、チップがパワーダウン（コマン

ド 0101b）された場合は、パワーアップ遅延は 35µs です。 

安全な電源範囲 

5 個の出力電源（VDD0～VDD4）は、2.1V（300mA レンジでは

2.4V）～VCC の間で個別に設定できます。更に、負電源 V−は、

−5.5V～GND の任意の電圧に設定できます。ただし、表 1 に仕

様規定し図 31 に示すように、合計出力電源電圧（V−を基準とす

る VDDx）を 2.85V～9.0Vの範囲に維持してください。 

出力の P型金属酸化膜半導体（PMOS）に対する駆動能力を確保

するためには最低 2.85V が必要です。一方、最大でも 9.0V とす

ることで、出力回路の電圧ストレス許容誤差に余裕を持たせる

ことができます。 

ドロップアウト性能は合計出力電源電圧に容易に影響されます。

（VDDx − V−）が 2.85V から 4.75V に増加すると VDROPOUTはその

最小値にまで低下し、その後、電圧が 9.0V まで増加してもほぼ

一定に保たれます。表 1 の VDROPOUT仕様と図 16 を参照してくだ

さい。 

VCC（ピン 13 およびピン 27）は、2.85V ≤ VCC ≤ 5.5Vの範囲内に

あり、VDD0～VDD4の出力電源以上であることが必要です。 

 
図 31. 出力電源の安全動作領域  

電流出力 

LTC2672 は、各電流出力ピンに高ゲインの電圧／電流コンバー

タを組み込んでいます。すべての DAC コードで最小ドロップア

ウト電圧（VDDx − VOUTx）が実現されている場合、INLと DNLは、

3.125mA～300mAのすべてのレンジに対し確保されます。 

十分なドロップアウト電圧が維持されている場合、電流出力

（OUT0～OUT4）の DC 出力インピーダンスはハイになります。

各電流出力には専用の正電源ピン VDD0～VDD4 があり、各チャン

ネルの電流コンプライアンスと消費電力の調整が可能です。 

 
図 32. V−への切替えモード  

 
図 33. 設定コマンド構文、オープン回路（OC）検出ディスエーブル、 

サーマル・シャットダウン（TS）ディスエーブル、リファレンス・ディスエーブル（RD） 
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V−への切替えモード 
スパン・コード 1000b を使用すると出力を GND にプルダウンで

きます。V−への切替えモードでは、アドレス指定されたチャン

ネルの出力電流がオフになり、チャンネル電圧 VOUTx は V−にプ

ルダウンされます。プルダウン・スイッチは、最大 12Ω の実効

的な抵抗値で最大 80mAの電流をシンクできます。80mAを超え

ると信頼性とデバイス寿命に影響を与える可能性がある点に注

意してください。V−への切替えモードは、全チャンネルへのス

パン書込みまたは DAC チャンネル x コマンドおよび目的アドレ

スへのスパン書込みによって起動できます。スパン・コードを

表 9 に示します。V−への切替えモードでの出力の回路図を図 32
に示します。この図で、RON は NMOS トランジスタが導通して

いる場合の抵抗値です。 

FSADJ ピンを使用したゲイン調整 
フルスケール出力電流はリファレンス電圧に比例し、FSADJ に

付随する抵抗に反比例します。すなわち、IOUTFS ~ VREF/RFSADJ。 

FSADJピンがVCCに接続されている場合、LTC2672は約 20kΩの

内部 RFSADJ を使用し、ユーザによる操作なしにフルスケール電

流誤差が最小となるよう調整します。または、FSADJ を接地さ

れた外部抵抗に接続すると、適切に指定された高精度抵抗を使

用するアプリケーションに合うようにデフォルト電流レンジを

調整できます。19kΩ～41kΩ の値がサポート対象です。新しい

電流レンジは表 9 の外部 RFSADJ の欄を用いて計算できます。外

部抵抗を使用する場合、内部抵抗は自動的に切り離されます。 

外部抵抗を使用する場合、FSADJ は浮遊容量に影響されやすく

なります。RFSADJ と並列に 1kΩ と 1µF を直列に接続して構成さ

れるスナバ回路ネットワークで、FSADJ ピンを補償する必要が

あります。この推奨の補償方法を用いると、FSADJ は最大 50pF
の浮遊容量があっても安定性を維持できます。 

オフセット電流とコード・ゼロ 

LTC2672のオフセット電流誤差は、最大±0.4%FSRが確保されて

います。指定チャンネルのオフセットが正の場合、非ゼロ電流

がコード・セロで流れます。負の場合は、ゼロに近いコード範

囲に対し電流はゼロ（リーク電流のみ）となります。オフセッ

トと直線性のエンドポイントは、LTC2672-16 の場合、コード

384、LTC2672-12 の場合、コード 24 で測定されます。このコー

ドは、DAC が測定点において測定可能な出力電流で動作するこ

とが確実なコードです。 

オフセット誤差が正のチャンネルは、コード・ゼロであっても

完全にオフにすることはできません。出力を完全にオフにする

には、スパンをオフに設定し（表 9のスパン・コード 0000b）、

チャンネルを更新します。 

リファレンス・モード 

LTC2672 は、外部または内部のどちらのリファレンスでも使用

できます。電圧 DAC のように、出力はリファレンス電圧に比例

するため、リファレンスの誤差を反映したものになります。フ

ルスケール出力電流はリファレンス電圧にかかわりなく、チャ

ンネルごとに最大 300mAに制限されています。 

1.25V 内部リファレンスの温度ドリフトの代表値は±2ppm/ºC で、

初期出力許容誤差は最大±2mV です。リファレンスは DAC とは

別個に調整、テスト、特性評価が行われ、DAC は、理想的な外

部リファレンスを使用して、テストおよび特性評価が行われて

います。 

内部リファレンスを使用するには、REFCOMP ピンは、DC パス

を GNDに接続せず、フローティング状態のままにします。更に、

設定レジスタのRDビットの値は 0であることが必要です。この

値はパワーアップ時に0にリセットされ、設定コマンド 0111bを
使用してリセットできます。図 33 にコマンドの構文を示します。 

リファレンスの安定性と低ノイズを実現するために、0.1µFのコ

ンデンサをREFCOMPと GNDの間に接続してください。この構

成では、内部リファレンスは最大限の安定性を維持して最大

0.1µFを駆動できます。安定動作を確保するため、REF ピンの容

量性負荷が REFCOMP ピンの容量性負荷より大きくなることの

ないようにします。内部リファレンスで外部回路を駆動する場

合は、バッファが必要です。 

外部リファレンスを使用するには、REFCOMP ピンを GND に接

続します。これにより、スタートアップ時に内部リファレンス

の出力がディスエーブルされ、REF ピンが高インピーダンス入

力になります。パワーアップ後に REF ピンにリファレンス電圧

を加えます。設定コマンド 0111bを使用して RDビットを 1にセ

ットします。REF の入力電圧範囲は 1.225V～1.275Vです。 

ボード・レイアウト 

デバイスの負荷レギュレーションと DC クロストーク性能は、

信号と電源グラウンドのコモンモード抵抗を最小限にすること

で実現できます。 

あらゆる高分解能コンバータと同様、クリーンなボード・グラ

ウンド処理が重要です。低インピーダンスのアナログ・グラン

ド・プレーンやスター型グラウンド処理手法も必要です。スタ

ー型グラウンドに使用するボード・レイヤは、切れ目のないも

のにして接地抵抗を最小にします。つまり、スター型パターン

を別々に使うことのないスター型グラウンド・コンセプトを使

用します。REFLO ピンからスター・ポイントまでの抵抗はでき

る限り小さくします。スター・グラウンド・ポイントとしては

GND ピン（ピン 33）を推奨します。 

最高性能を実現するために、グラウンド・プレーンに 150mil～
200mil の間隔でビアのアレイを設けて、プレーンを他のボー

ド・レイヤからのグラウンド端子に接続します。これにより全

体的なグラウンド抵抗が減少し、グラウンド・ループ面積を最

小限に抑えることができます。 
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外形寸法 

 
図 34. 32 ピン・リード・プラスチック QFN 

5mm × 5mm ボディ 
（リファレンス LTC DWG # 05-08-1693 Rev. D） 

 Updated: April 15, 2021 

オーダー・ガイド 

Model1 Temperature Range Package Description Packing Quantity 
Package 
Option 

LTC2672-16DICE#6AM 0°C to +70°C CHIPS OR DIE Tray, 0 C-32-1 
LTC2672CUH-12#PBF 0°C to +70°C 32-Lead QFN (5mm × 5mm × 0.75mm w/ EP) Tube, 0 05-08-1693 
LTC2672CUH-12#TRPBF 0°C to +70°C 32-Lead QFN (5mm × 5mm × 0.75mm w/ EP) Reel, 0 05-08-1693 
LTC2672CUH-16#PBF 0°C to +70°C 32-Lead QFN (5mm × 5mm × 0.75mm w/ EP) Tube, 73 05-08-1693 
LTC2672CUH-16#TRPBF 0°C to +70°C 32-Lead QFN (5mm × 5mm × 0.75mm w/ EP) Reel, 2500 05-08-1693 
LTC2672HUH-12#PBF -40°C to +125°C 32-Lead QFN (5mm × 5mm × 0.75mm w/ EP) Tube, 0 05-08-1693 
LTC2672HUH-12#TRPBF -40°C to +125°C 32-Lead QFN (5mm × 5mm × 0.75mm w/ EP) Reel, 0 05-08-1693 
LTC2672HUH-16#PBF -40°C to +125°C 32-Lead QFN (5mm × 5mm × 0.75mm w/ EP) Tube, 73 05-08-1693 
LTC2672HUH-16#TRPBF -40°C to +125°C 32-Lead QFN (5mm × 5mm × 0.75mm w/ EP) Reel, 2500 05-08-1693 
LTC2672IUH-12#PBF -40°C to +85°C 32-Lead QFN (5mm × 5mm × 0.75mm w/ EP) Tube, 0 05-08-1693 
LTC2672IUH-12#TRPBF -40°C to +85°C 32-Lead QFN (5mm × 5mm × 0.75mm w/ EP) Reel, 0 05-08-1693 
LTC2672IUH-16#PBF -40°C to +85°C 32-Lead QFN (5mm × 5mm × 0.75mm w/ EP) Tube, 73 05-08-1693 
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外形寸法 

 

Model2 Temperature Range Package Description Packing Quantity 
Package 
Option 

LTC2672IUH-16#TRPBF −40°C to +85°C 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) Reel, 2500 05-08-1693 
 
1 Z = RoHS 準拠製品 
 

 

評価用ボード 
Model Description 
DC2903A-A LTC2672-16 Evaluation Board 
DC2903A-B LTC2672-12 Evaluation Board 
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